
불소 도핑된그래핀 분말의대량 합성법 개발을통한
슈퍼커패시터로의연구

상압플라즈마로 불소가 대량 도핑된 그래핀

분말을 제조하는 방법을 세계최초로 개발하여

고성능 슈퍼커패시터로 구현함.

본 연구에서는 자체 개발한 건식 분말 불소

도핑법을 통하여 탄소와 불소의 준이온결합

상태의 그래핀을 대량 합성하였고, 불소 도핑된

그래핀의 넓은 반응 사이트와 빠른 전자전달의

특성은 에너지저장용량을 획기적으로 늘리는

결과를 도출함. 또한 계산화학을 통하여

슈퍼커패시터의 성능향상의 원인을 규명함.

[그림1] (a) 상압플라즈마를이용하여불소가도핑된분말형그래핀의

제조과정/(b) 불소도핑용유전체장벽방전반응기실제이미지

연구내용

기대효과

본 연구는 불소 도핑된 그래핀의 대량합성

가능성을 제시 및 획기적인 에너지저장능력 향상

결과를 도출하여, 향후 슈퍼커패시터의 다소 낮은

에너지저장용량의 한계를 극복하기 위한 방향에

중요한 정보를 제공함.
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[그림2] 불소가도핑된분말형그래핀을활용한슈퍼커패시터의

출방전과정형상화
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